
元器件质量问题反馈表

委托单位 生产厂家 XILINX

名称 FPGA 产品型号 XQ4VSX55-10FF1148M

批次 2209 质量等级 XILINX-M

送检数量 工程型号

任务阶段 检测规范

1、问题描述
按试验方案对2209批XQ4VSX55-10FF1148M型FPGA进行寿命试验后的开盖检查时发

现金属盖板下面器件内部存在白色颗粒状多余物，多余物集中在器件四周开孔部位附近，可
用胶带粘取，如图 1 所示。

图 1器件内部多余物位置及形貌
在高倍显微镜下检查发现盖板缝隙中也存在类似多余物，如图 2 所示。



图 2盖板缝隙多余物位置及形貌

图 3器件剖面结构（多余物残留位置）
对该批器件启动了辨伪分析，分析结果如下：
1）对白色颗粒多余物进行了成分分析，分析结果显示成分主要含 Si、O、Na 等，与石

英砂成分相近，疑似打磨抛光用材料。

图 4白色颗粒多余物成分分析
2）盖板顶部发现疑似打磨痕迹，正常应呈现为橘皮状。



图 5盖板疑似打磨痕迹

图 6疑似打磨区域放大形貌



图 7疑似打磨表面形貌比对

图 8器件平面图（疑似打磨区域）
3）材料符合性问题。对器件内部瓷介电容焊料进行成分分析，分析结果显示焊料主要

成分为锡银铜，而厂家 2021 年发布的 XQ Grade Virtex-4 FF1148 材料声明文件
（PK1149(v1.0) November 4, 2021）中显示焊料成分含有铅锡。

图 9 器件剖面图（红色箭头为瓷介电容部位）

未打磨边缘区域镀层形貌疑似打磨区镀层形貌



图 10 器件材料清单



图 11 电容焊料成分分析
2、初步分析结果

经检查发现该批器件全部存在打磨痕迹，但功能正常。查厂家手册，商用 XC 系列与军
用 XQ 系列封装形式一致，功能兼容。XQ 采用了加固封装、工作温度为军温
（-55℃-+125℃），满足 MIL-PRF-38535 中铅含量标准。2021 年发布的材料声明文件显示
焊料含铅锡，该器件为 22 年批次，理应符合该声明。据此分析，疑似存在以下情况：

1）商用 XC 系列器件盖板打磨标识后重新进行激光打标，冒充 XQ 系列产品；
2）21 年材料声明发布前 XQ 器件存在使用无铅焊料的可能性，基于以上假设，存在以

下可能性——较老批次 XQ 器件打磨标识后重新激光打标，更改为 22 年批次；
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